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Beschreibiing 

Die vorliegeade ^indung betrifft eine Chipkarte mit 
einer Batterie sowie ein Verfahren zur Herstellung ei- 
ner Chipmodul/Batterie-Einheit 

Als Chipkarten werden gewdhnlich Karten bezeich- 
net, die in ihrem Kartenkdrper aus Plastik einen IC-Chip 
tragen, wobei der IC-Chip einen Speicherbereich auf- 
weist, in den Daten einspdcherbar dnd, die den Karten- 
inhaber ausweisen konnen oder als abbuchbare geld- 
werte Bnheiten behandelt werdea Der Datenaustausch 
mit einer solchen Chipkarte kann priozipiell auf zwei 
Arten erfolgen, zum einen mittels auf der Kartenober- 
flUche enthaltenen Kontaktflachen und zum anderen 
kontakdos, beispieisweise induktiv fiber eine eiektroma- 
gnetische Ankoppelung einer auf der Karte vorhande- 
nen Spule an ein Auslesegerat Obwohl es eine gro8e 
AnzahJ von unterscfaiedlichen Kartentypen gibt, haben 
sich einheitlicfae Kartenabmafie durchgesetzt, durch die 
insbesondere die ICartendicke auf 0^76 mm festgelegt 
wird. 

Insbesondere die so festgelegte Kartendidce engt die 
technischen Mdglichkehen ein, neben dem IC-Oiip 
noch weitere elektronische oder elektrisdie Bauele- 
mente, wie etwa eine BatteriezeUe in die Karte zu inte- 
grieren. Das Integrieren einer Batterie ware jedoch 
wflnschenswert, da dies neue Funictionsweisen erdffnen 
wurde, wie beispieisweise das Anbringen einer LCD- 
Anzeige, die dann von dieser Batterie versorgt werden 
konnte. 

Auch sog. kontaktlose Chipkarten kdnnten mittels 
eingebauter Batterien in ihrer Funktionsfahigkeit deut* 
lich verbessert werden. In der DE-PS 41 31 222 wird 
beispieisweise vorgeschlagen, eine Batterie vorzusehen, 
um eine Bezugsspannung zur Idend&derung ftuBerer 3$ 
Signale zur VerfQgung zu stellen. 

Weit^ ist aus der DE-PS 34 27 287 dn Taschenredi- 
ner mit einer herausnehmbaren BatteriezeUe bekannt 
Der Tascfaenrechner weist dabel eine Dicke auf» die ver- 
gleichbar mit der von Chipkarten ist, und sieht fiir die 40 
Integration der BatteriezeUe emen MetaUrahmen vor, 
bestehend aus einer oberen tmd unteren Metallschicht, 
welche gemeinsam einen Hohlraum zur Aufnahme der 
auswecfaselbaren BatteriezeUe bUdea Dieses Prinzip er- 
scheint aus verschiedenen GrUnden nicht iibertragbar 45 
auf Chipkarten zu sein, insbesondere wtre eine derarti- 
ge Konstruktion fur den Einsatz von Chipkarten nicht 
flexibei genug. 

Der vorliegenden Erfindung Uegt die Aufgabe zu- 
grunde, eine LOsimg anzugeben, mit der eine iibUcher- so 
weise verwendete Chipkarte mit einer BatteriezeUe aus- 
gerflstet wexxlen kana 

Diese Aufgabe wird zum emen durdi den Gegen- 
stand des Patentansprudies 1 und zum anderen durch 
das im Patentansprudi 12 angegebene Verfahren gelost 55 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfmdung sind Ge- 
genstand der UnteransprOdie. 

Gem^B der vortiegenden Ertindung ist eine Chipkarte 
vorgesehen, bei der die Batterie als Flachzelle ausge- 
fOhrt ist und das Chipmodul der Chipkarte zumindest g(« 
teUweise in eine Ausspanmg der FlachzeUe eingepaBt 
ist Ein derartiges Chipmodul, weldies den eigentlichen 
IC trSgt und AnschluBkontakte fOr die Kontaktierung 
des ICs aufweist, ist als Zwischenprodukt erhaltlicfa und 
wird m erfmdungsgemaSer Weise mit der Batterie kom- 
biniert, so daB eine Chipmodul/Batterie-Einheit ent- 
steht, die dann in den Datenk6rper integriert werden 
kana 
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Die beiden Elemente Chipmodul und Batterie sind 
dabei in der Kegel nicht so biegeweich ausgebUdet, wie 
der eigentliche Kartenkdrper aus Plastik. Wenn die 
Karte im tagUchen Gebrauch gebogen wird, ergeben 
5 sich daher Diskontinuitaten im Biegeverlauf der Karte. 
An den Obergaogen an den biegeharteren Kartenele- 
menten und dem Kartenkdrper verursacht ein Biegen 
der Karte mechanische Spannungsspitzen, die die Karte 
auf Dauer beschSdigen kdnnea Erne i^umUche Vereini- 
10 gung der Elemente Chipmodul und Batterie reduziert 
die Anzahl der kritischen Obergange zwischen den hie- 
geharteren elektrischen Elementen und dem Karten- 
kdrper auf einen einzigen Obergangsbereich, der sich 
zudem vorteiUiaft auf den Biegeverlauf der Karte aus- 
15 wirkt, weU die Biegsamkeit der Karte dann stufenweise 
von dem sehr biegeharten IC- bzw. Chipmodul uber die 
biegeweichere BatteriezeUe in den sehr biegeweichen 
Kartenkdrper ubergeht, 
Gem^ dem erfindimgsgemifien Verfahren laBt sich 
23 die Chipmodul/Batterieeinheit in auBerst einf acher und 
kostengOnstiger Weise hersteUen, wobei das Verbonden 
der AnschluBkontakte der BatteriezeUe mit AnschluB- 
kontakten des IC-Moduls sowie das anschUeBende Ver- 
gieBen gewahrleisten, daB das IC-Modul flexibei in der 
25 Ausspanmg der RachzeUe gelagert ist und somit die 
beim Gebrauch der Karte auftretenden mechanischen 
SpannuQgen die Funktions^higkeit nicht beeintrSchti- 
gea 

Weiter kann durch die erfindungsgemSBe Kombina- 
don von BatteriezeUe tmd Chipmodul der IC direkt mit 
der Batterie verbondet werden, so daB auf zus&tzUcbe 
LeiterbahnfoUen verzichtet werden kana ZusatzUch 
bietet die Aussparung in der BatteriezeUe einen ideaien 
Begrenzungsrahmen fur die Gufimasse zum Schutz des 
IC 

Im folgenden werden bevorzugte AusfQhrungsfor- 
men der vorUegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die beUiegenden Zeichnungen nSher erlautert Dabei 
zeigen die Zeidmungen im einzehien: 

Fig. 1 eine Modul/Batterie-Einheit gemaB einer er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung in 
der Aufeicht von der Oberseite, 

Fig. 2 die Modul/Batterie-Ehiheit gemaB Fig. 1 in der 
Aufsicht von der Unterseite, 

Fig. 3 die Modul/Batterie>Einheit gem^B Fig. 1 und 2 
im Schnitt langs der linie I-I, 

Fig. 4 eine Vorrichtung zur Montage des Chip-Mo- 
duls in die Batterie, 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Modul/Batte- 
rie-Einheit gemaB der Fig. 1 —3, 

Fig. 6 eine Modul/Batterie-Einheit gem^B einer zwei- 
ten bevorzugten AusfOhrungsf orm im UUigsschnitt, und 
Fig. 7 eine Modul/Batterie-Hnheit gemaB einer drit- 
ten bevorzugten Ausf Qhrungsform im Langsschnitt. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrung^orm wird als 
Batterie eine flache und flexible BatteriezeUe verwen- 
det Diese wird im folgenden auch als FlachzeUe be- 
zeichnet und kann beispieisweise eine Starke von 40 bis 
760 )im aufweisea Von ihren sonstigen MaBen kann die 
BatteriezeUe eine GrdBe aufweisen, die sich iiber den 
gesamten Kartenkdrper erstreckt, um somit eine maxi- 
male Kapazitat zu erreichea 

Die Battiere- oder FlachzeUe wird vorzugsweise voU- 
stindig in den Kartenkdrper integriert, so dafi ma»mal 
S£. noch die Batteriekontakte an der Oberfliche des Kar- 
tenkdrpers erscheinea 

Fig. 1 zeigt eine Aufddit emer BatteriezeUe 1, mit 
dner Aussparung 4, in die ein Chipmodul 2 eingesetzt 
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ist, das aus einem IC-Chip 3, einem Tragerstreifen 20 
(siehe Rg. 3) sowie Modulkontaktflachen 9 bzw. 27 be- 
steht Der Chip 3 kann in einem vorangegangenen Ar- 
beitsschritt bereits mit den Modulkontaktflachen 9 uber 
Bonddrahte 11 verbondet worden seia Eine schutzende 
VerguBraasse wird vorzugsweise jedocfa erst dann um 
den Chip und die Bonddrdhte auSpgetragen, wenn der 
Chip zusatzHch mit den Batterieanschiussen € und 7 
verbondet worden ist 

Der gezeigte Unke BatterieasschhiB 7 wird unmittel- 
bar durch das obere Elektrodenblatt 12 der Batterie 
(siehe Fig. 3) gebildet Der gezeigte rechte Batteriean- 
schlufi 7 muB dagegen uber einen Leiterstreifen 7 mit 
dem unteren Elektrodenblatt 13 leitend verbunden wer- 
den» wobei der Streif en 7 auch einstuckig mit dem Elek- 
trodenblatt 13 ausgebildet sein kaniL 

Wenn die Modul/Batterie-Einheit in eine Karte ein- 
gesetzt wird, die von aufien kontaktierbar sein soU, er- 
scheinen die Kontaktflachen 6, 7 und 9 auf der Karten- 
oberflicfae. Das Auftreten der Batteriekontakte 6 und 7 
an der Kartenoberfldche ist jedoch optional und vor- 
zugsweise nur fOr den Fafi gedadit, daB die Batterie 
wghrend der Kontaktierung der Karte in einem Termi- 
nal wieder aufgeladen wird. 

Fig. 2 zeigt die Modul/Batterie-Einheit der Fig. 1 von 
der Unterseite. Der IC-Cbip 3 ist so wohl mit den Modul- 
kontaktflachen 9 bzw. 27 durch Ldcher 10 in IC-TrJger- 
streif en hindurch ais auch umnittelbar mit den Batterie- 
anschiussen 6 und 7 verbondet 

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht der Modul/Batterie- 
Einheit l^gs der Linie M der Fig. Z Erganzend zu den 
Fig. 1 und 2 ist daraus zu erkennen, dafi die Kontaktfla- 
chen des Qiipmoduls und der Batterie 9, 6 und 7 gegen- 
iiber dem oberen Elektrodenblatt etwas erhdht ange- 
ordnet sind l^es liat den Vorteil, daB man das obere : 
Elektrodenblatt mit einer Isolierenden Folie 17 (siehe 
Fig. 5) abdecken kann und somit die Modul/Batteriean- 
schlfisse ohne die Gefahr eines Kurzschlusses mit der 
Batterieelektrode kontaktiert werden kdnnen. Die Folie 
17 isoliert das obere Elektrodenblatt 12 von einer Lei- i 
terbahnfolie 18 (siehe Fig. 5), die zum Beispiel uber ei- 
nen Leitkleber leitend mit den Modulanschlfissen 9 bzw. 
27 verbunden ist und uber ihre Leiterbahnen weitere 
Kartenkomponenten, wie etwa eine Antennenspule 
oder eine LCD-Anzeige, mit Strom versorgt i 

Aus Fig. 2 ist weiter ersichtlich, daB die Batteriezelle 
vorzugsweise zusitzlich zu der ausgestanzten Ausspa- 
rung 4 links und rechts noch fingerfdrmig ausgefr§Bt ist, 
um Platz fOr die Batterieanscfalflsse 6 und 7 zu scfaalf en. 

Die Fig. 3 sowie die Fig. 4 und 5 zdgen insoweit eine < 
besondere Modul/Batterie-Variante, als die Anscfalufi- 
kontakte der Batterie 6 und 7 nach oben geformt sind 
und dadiuch auf einer gemeinsamen Ebene mit den Mo- 
dulkontakten 9 liegend auf der Kartenoberfl^he er- 
scheinea Wird diese Variante gewahlt, so kann die Bat- « 
terie von aufien wieder aufgeladen werden. 

Dazu muB der Teil des oberen Elektrodenblattes, der 
die Decke des linken FraBloches 5 bildet, entlang der 
beiden L^gsseiten des Hngerfdrmigen FraBloches vom 
ubrigen Elektrodenblatt freigestanzt werden (siehe e 
Rg. 2), so dafi in einem spateren Arbeitsschritt der frei- 
gestanzte Teil des Elektrxxienblattes in Form eines Me- 
tallstreifens aus der Eektrodenblattebene nach oben 
geformt werden kann. Die rechte fingerfdrmige Ausspa- 
rung 5 ist im Gegensatz zur Imken Aussparung als 6 
Durchbruch durch alle Batterieschichten hindurch aus- 
gefonnL Der rechte BatterieanschluB 7 wird durch ei- 
nen Leiterstreifen gebildet, der vom unteren Elektro- 
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denblatt 13 nach oben auf das Hohenniveau fOhrt, in 
dem der sich ebenfalls nadi oben geformte linke Metall- 
streifen 6 befindet Die beiden Bauerieanschlusse sind 
somit als Metallstreifen auf gleichem Niveau angeord- 
5 net, wodurch sie in einfacher Weise mit dem Chip ver- 
bondet, an eine Leiterbandfolie geklebt und/oder als 
kartenSuBere Kontaktflachen kontaktiert werden kon- 
nea Um die durch das AusfriBen freigelegten Batterie- 
sciuditen nicht kurzzuschlieBen, ist der Leiterstreifen 7 

0 fiber eine isolierende Schicht, vorzugsweise fiber ein 
Klebband 9> von der inneren Schnitdumte der Batterie 
getrennt 

Fig. 4 zeigt den Vorgang, mit dem das Modul 2 mittels 
Greii^adehi 22 in die Aussparung der Batteriezelle 1 

S eingesetzt werden kann. Diese Montage kann auf einer 
Montagefolie erfolgen. die mit einer schwachen Kleb- 
stoffschicht uberzogen sein kann. Sowohl die Greifna- 
deln 22 als auch die entsprechenden Greiferstifte 23, 
wek±e die Batteriezelle uber die seitlichen AusfnlBun- 

) gen 5 aufnehmen, drficken das Modul 2 und die Batterie- 
anschlQsse 6 und 7 relativ zur sonstigen Batterieoberfla- 
che 12 nadi imten in ctie Aussparung einer untergel^- 
ten Formplatte 26 hineia Die Montagefolie 24 kann 
beidseitig klebebeschichtet sein, um die AnschluBkon- 

\ takte auch dann noch m ihrer vertieften L^e zu halten, 
wenn die Greifemadeln bzw. Greiferstifte wieder nach 
oben abgezogen werden. Die so fixierte Modul/Batte- 
rie-Einheit wird nun unter ein Bondiergertt befordert, 
das die Bonddrahte zwischen dem Chip 3 und den Batte- 

1 rieanschlussen 6 und 7 zieht AnschlieBend wird der ge- 
samte ausgestanzte bzw. ausgefraBte Freiraum 4 und 5 
im Inneren der Batteriezelle mit einer VeiguBmasse 15 
ausgefOllt, um den IC-Chip und die Bonddrahte zu 
schfitzen. Das VergieBen der erfindungsgemiBen An- 

i ordnung bringt noch zwei weitere Vorteile. Zum einen 
isoliert die GuBmasse 15 die freigelegten Batterie- 
schichten und zum anderen stabilisiert sie die Batterie- 
anschlfisse 6 und 7, die nur aus diinnen flexiblen Metall- 
streifen bestehen, in ihrer Lage. 
I Altemativ kann auf die Montagefolie 24 verzichtet 
werden, wenn die Greifemadeb 22 bzw, Greiferstifte 23 
nicht sofort nach dem Positionieren der Batterie und des 
Chipmoduls weder abgezogen werden, sondem uber 
die Zeit des Bondens und VergieBens die AnschluBkon- 
taktflachen SJ und 9 gegen die Formplatte 26 pressen. 
Die Greiferstifte 23, die in die seitlichen Batterieausspa- 
rungen 5 eingreif en, kdnnen in diesem Fall ein U-f5rmi- 
ges ProfU au^eisen, um ein Bonden auf die Batteriean- 
schlfisse 6 und 7 zu enndgUchen. 

Em zusatzlicher Vorteil dieser Montagevariante be- 
steht darin, daB die VerguBmasse die AnschiuBkontakte 
nicht benetzen kann, da diese durch den Druck der 
Greifernadehi bzw. -stifte 22, 23 gegen die Formplatte 
26 gepreBt werden. Die Aussparungen 4 und 5 der Bat- 
terie kdnnen auch mittels eines SpritzgtiBverf ahrens ge- 
fuUt werden. Die Tatsache, daB die nach dem VergieBen 
Oder Verspritzen wieder entfemten Nadebi und Stifte 
22, 23 Aussparungen in der GuBmasse 15 hinterlassen, 
ist nicht problematisch, da diese Seite von einer unteren 
Deckfolie 21 (siehe Fig. 5) uberdeckt sein kann. 

Die Batterie/Chip-Einheit kann anschlieBend als ferti- 
ges Zwischenprodukt von der Montagefolie angezogen 
Oder direkt von der Formplatte entnommen werden. 

Fig. 5 zeigt die fertige Modul/BaUerie-Einheit in ei- 
ner perspektivischen Ansicht Darin wird nur eine der 
mdglichen vielen Varianten der Gestaltung dargestellt, 
nimlich die Variante, in der sowohl die Modulkontakt- 
flache 9 als auch die Batterieanschlfisse 6 und 7 auf der 
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Kartenoberflache erscheinen. Die entsprechende Karte 
ware also von auBen kontaktierbar und somit vorzugs- 
weise mh einer wiederaufladbaren Batterie ausgeriistet 

Der Moduistreifen 2, der auch als bloBer Metallstrei- 
fen ausgebDdet sein kann, ist gemafi der dargesteUten 
AusfQhrungsfonn mit einer Veri^gerung ausgefuhrt 
Auf deiD verlSngerten TeU sitzen weitere KontaktflS- 
chen 27» Ober die der IC zusitzliche Kartenelemente, 
wie z. & eine Antennenspule und/oder ein LC-l^splay, 
selektiv mit Strom versoi^en kamL Die KontaktA^chen 
des verlingerten Modulteils befinden sich auf dem H5- 
henniveau N2. Mit Hilfe einer entsprechend gestalteten 
Formplatte 26 (siehe Fig. 4) lafit sich eine derartige Ge- 
staltting in einfacher Weise erreichen. Auf dieser Hdhe 
kdnnen die Modulkontakte 27 leitend, z. K mittels eines 
Leitklebers» mit den Kontakten einer aufgelegten Lei- 
terbahnfolie 18 verbunden sein. Urn die Leiterbahnen 
der Folie 18 vor einem Kontakt mit dem oberen Elek- 
trodenblatt 12 der Batterie zu schutzen, kann zwisdben 
dem Hdhenniveau Ni und N2 eine isolierende Abstands- 
folie 17 emgefugt sein. 

Eine weitere Gestaltungsvariante hinsiditlich der ge- 
zeigten Modul/Batterie-Einheit besteht darin, die Batte- 
rieanschlQsse 6 und 7 nicht auf das Niveau N3 anzuhe- 
ben, sondem auf dem Niveau Nt des oberen Elektro- 
denblattes zu belassen. In dieser Variante kann die Bat- 
terie nicht mehr wieder aufgeladen werdea Anderer- 
seits entfillt dann auch der Arbeitsschritt, bei dem die 
linke BatterieanschluBflache 6 freigestanzt werden mufi. 

Gem^ einer weiteren Gestaltungsvariante wird die 
Lage des Modulstreifens 2 verdndert Die Modulkon- 
taktflachen 9 werden von dem Niveau N3 auf das Ni- 
veau N2 der Moduikontaktflache 27 abgesenkt Die ent- 
sprechende Karte muB daim von aufien kontaktlos, z. B. 
fiber eine Antennenspule, die beispielsweise auf dem 
Niveau N2 angeordnet ist, angesprochen werdea 

GemfiB einer weiteren Gestaltungsweise liegt der 
Moduistreifen 2 unter der oberen Kartendeckfolie 18 
auf dem Niveau N2 und die Batterieansdilusse 6 und 7 
sdkfieBen mit der Kartenoberfladie ab (Niveau N3). Ei- 
ne Karte mit dieser Modul/Batterie-lSnheit ist zwar im 
allgemeinen nur kontakdos koppelbar, kann aber Ober 
die Batterieanschliisse 6 und 7 von Zeit zu Zeit wieder 
aufgeladen werden. 

Fig. 6 zeigt einen Ldngsschnitt durch eine Ausfuh- 
rungsform. bei der der IC-Trager 20 im Untersdiied zu 
den Fig. 1 bis 5 vergrdfiert ausgebildet ist Dies hat den 
Vorteil, daB die AnschhiBkontakte der Batterien nicht 
uber das obere Elektrodenblatt 12 der Batterie hinaus 
nach oben geformt werden milssen, um ge^elt kontak- 
tiert werden zu kdnnen. Viehnehr deckt ui diesem Fall 
der IC-Tragerstreifen 20 das Elektrodenblatt 12 nach 
oben bin isolierend ab, von wo aus das Chipmodui tmd 
eventuell auch die BatteriezeUe kontaktiert werden 
kdnnen. 

Die einfach und kompakt aufgebaute Modul/Batte- 
rie-Einheit gemaB Fig. 6 kann vorteilhafterweise schon 
mittels kleiner Erganzungen (28, 29, 32) an die verschie- 
densten Kartenanwendungen angepaBt werdea Die 
schrafKerten SMen 28» 29, 32 steUen Durchgangsboh- 
rungen durch den IC-Tragerstreifen 20 bzw. durch die 
GuBmasse 15 dar. Die Bohrungen werden mit einer lei- 
tenden Paste ausgefOllt und steilen somit dne leitende 
Verbindungher. 

Wenn die Chipkarte von auBen Ober die Modulkon- 
takte 9 kontaktierbar sein soli, mdssen diese, wie in 
Fig. 6 dargestellt, zugfingikh sein. Ober Bonddrflhte 11 
sind die Modulkontakte 9 durch Locher 10 des ICMYa- 
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gers 20 hindurch mit dem IC-Chip 3 verbunden. Ahnlich 
wie in Fig. 3 kann die BatteriezeDe 1 ausgehend von 
ihrer zentralen Aussparung 4 zur Seite hin fingerfdrmig 
ausgefrast sein, um auf Hohe des oberen Elektroden- 
5 blattes 12 Platz fOr die BatterieanschluBflachen 6 und 7 
zu schaff en. Der BatterieanschluB 6 muB im Unterschied 
zu Fig. 3 allerdings nicht freigestanzt und herausgebo- 
gen werdeq, sondem wird unmittelbar durch das frdge- 
friste Eldctrodenblatt 12 gelMldet Der BatterieanschluB 

10 7 wird dagegen wie m F|i> 3 durch einen Leiterstreifen 
gebfldet, der das elektrische Potential des unteren Elek- 
trodenblattes 13 auf der Hdhe des oberen Elektroden- 
blattes 12 zuganglich macht Ober BonddrShte sind die 
Batteriekontakte 6 und 7 mit dem IC-Chip verbunden, 

15 der mit der entsprechenden elektrischen Spannung se- 
lektiv einen IC-Datenspeicher und/oder eine Spulenan- 
tenne und/oder eine LCD^Anzeige auf der Kartenober- 
fllche betreibt. 
Fur eine erste Variante kann die Chipkarte von auBen 

ao kontakderbar sein, und die Kartenbatterie muB mcht 
aufladbar sein. In diesem Fall dient die Batterie aus- 
scfalieBlich zur elektrischen Datenspeidberung. In die- 
sem Fall sind die Modulkontaktflldien 9 nach oben hin 
freiliegend Wenn die ModuJ/Batterie-Emheiten m die 

25 Aussparung eines vorgefertigten Kartenk5rpers einge- 
setzt werden soil, erstrecken sich die Modulkontaktfla- 
cfaen 9 vorteilhafterweise uber die ganze Oberflache des 
IC-Tragers 20, da der IC-Trager ansonsten frei auf der 
Kartenoberfllche erschemt Wenn die Modul/Batterie- 

so Einheit dagegen von einem Kartenkdrper umgossen 
Oder in Kartenfolien einlaminiert wird, kann eine obere 
Kartensdiicht seitlidi der Modulkontakte 9 den IC-Tr^- 
ger 20 nach oben hin abdecken. An Idtenden Elementen 
weist die Modul/Batterie-Einheit in ihrer ersten Varian- 

S5 te ausschlieBlich die Batterieanschlusse 6 und 7, die 
Bonddrfthte 11 und die Modulkontakte 9 auf. 

Wenn bei einer zweiten Variante zus&tzltch die Batte- 
rie aufladbar sein soil, wird die Modul/Batterie-Einheit 
gemaB der obigen Variante um die gezeigten Durch- 

40 kontaktierungen 28 und Batteriekontaktflachen 30, 31 
ergSnzt 

GemaB einer dritten Variante kann die Chipkarte 
Ober eine Antennenspule in der Karte kontaktlos mit 
einem Terminal kommunizierea Eine Kartenbatterie 

45 verst^kt die Sendeleistung zum Terminal hia In diesem 
FaU wird die Modul/Batterie-Einheit "auf den Kopf ge- 
dreht", so daB die Modulkontaktflachen 9 nach unten 
zeigea Die Modulkontakte kdnnen somit an die Karte- 
nantenne, welche auf einer unteren Kartenfolie sitzt, 

50 angeschlossen werdea 

Wenn eine sok:he kontaktk>se Karte gemaB einer 
vierten Anwendung zusatztich uber zwei Kontaktfla- 
chen verfQgen soil, Ober <£e man die Kartenbatterie von 
Zeit zu Zeit aufladen kann, werden neben den jewdli- 

55 gen Bonddrahten 11 zusStziich Durchkontakderungen 
32 in die GuBmasse 15 eingebracht, die sich dann m 
gedrehter Lage der Modul/Batterie-Einheit von auBen 
durch die obere Kartendeckfolie hindurch kontaktieren 
lassea 

60 GemiB einer funften Variante weist die Chipkarte 
zusatzliche MondulkontaktflSchen auf, um Hiber erne 
oben erwahnte Leiterbahnfolie zusatzlich noch erne 
LCD-Anzeige ansteuem zu kdnnea 
Wenn die Chipkarte gem^ einer sechsten Variante 

65 als Hybridkarte, d. L sowohl kontaktbehaftet als auch 
kontaktk)S koppelbar, ausgebildet sein soil, wird die 
Modul/Batterie-Snheit wieder in die in Fig. 6 gezeigte 
Lage zurOckgedreht. so daB die Modulkontaktfladien 9 
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nach aufien zeigea AuBerdem werden ihnlich der 
Druckkontaktierung 32 der vierten Variante noch 
Durchkontaktierungen 29 seidich an den Bonddrahten 
vorbei in die GuBmasse 15 und den IC-Tr§ger 20 einge- 
bracht. die die entsprechenden Stromversorgimgsan- 5 
schlusse 9 mit der Kartenantenne verbinden. 

Mit den gleichen leitenden Elementen kann gemaB 
einer siebten Variante auch eine kontaktbehaftete Chip- 
karte mit LCD-Anzeige ausgebildet werden, wenn zu- 
sitzlich Oder altemativ zu den Durchkontaktierungen 10 
29 noch andere Durchkontaktierungen geschaffen wer- 
den, weldie die entsprechenden Modulkontakte 9 mit 
LCD-Anzeige-Leiterbahnen verbindea 

FOr den Fall, daB die Batteriezelle 1 im Verhaltnis zur 
Normdicke der gesamten Karte relativ dflnn ausgebil- 15 
det ist, kann die Modul/Batterie-Einheit besonders ein- 
fach gestaltet werden. Wie Fig. 7 zeigt, kann in diesem 
Fall das Elektrodenblatt 13 direkt uber einen Bonddraht 
33 mit dem Chip 3 verbondet werden, so daB kein Lei- 
terstreifen, wie in den Fig. 3 und 6 gezeigt, erforderlich 20 
ist Vorzugsweise wntl in diesem FaQ das Elektroden- 
blatt 12 fiber einen Leitkleber 34 an die Modulkontakt- 
fl§che 35 angesdilossen, die wiederum uber einen Bond- 
draht 36 mit dem Qiip 3 ver bunden ist 

WenndiebeidenElektrodenblltterindieserWeisean 25 
den IC-Chip 3 angeschlossen sind, werden der Chip 3 
und die Bonddr^te 1 1, 33, 36 mittels einer GuBznasse 15 
schutzend vergossen. Die Anpassung der gezeigten Mo- 
dul/Batterie-Einheit kann m der in Zusammenhang mit 
Fig. 6 erlauterten Weise erf olgea 30 

Neben dem in Zusammenhang mit Fig. 4 erlauterten 
Verfahren wird auBerdem als erfinderisch angesehen, 
daB fOr die Herstellung der erfindungsgemSBen Chip- 
modul/Batterie-Einheit eine zundchst keine Aussparun- 
gen aufweisende Flachzelle mittels einer Stanzbearbei- 35 
tung zu einer Batteriezelle mit Aussparung bzw. Durch- 
bruch umgewandelt wird. Dadurdi kann eine fur die 
Erfmdung geeignete Flachzelle besonders einfach her- 
gestellt werdea Im AnschluB an diesen Stanzvorgang 
wild das Chipmodul vorzugsweise mit der den IC-Chip 40 
tragenden Seite voran in die Aussparung der Batterie- 
zelle gesetzt AnschlieBend werden die Batteriean- 
schlfisse mit den entsprechenden AnschlQssen des IC- 
Chips verbondet, bevor die Aussparung mit dem darin 
emgesetzten IC-<!hip mit einer sdiutzenden GuBmasse 45 
vergossen wird. 

Anhand der beschriebenen Gestaltungsprinzipien 
wird deutlich, dafi man mit Hilf e der erfinduxigsgem^^ 
Integration des Chipmoduls in die Batterie ohne groBen 
konstruktiven Aufwand eine Vielzahi von Kartentypen so 
in einfacher Weise erzeugen kana 

Patentanspruche 

1. Chipkarte mit einer Batterie, wobei die Batterie 55 
als Rachzelle ausgefOhrt ist und in das Innere des 
Kartenkorpers integriert ist und wobei ein den 
Chip enthaltendes Chipmodul zimiindest teilweise 

in einer Aussparung der Flachzelle untergebracht 
ist 60 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Flachzelle durch zwei parallel zu- 
einander verlaufende Elektrodenflidien abge- 
schlossenist 

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- ss 
kennzeichnet, daB die Aussparung durch einen 
Durchbruch durdi die Flachzelle gebildet wird. 

4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 



sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul vollstindig m der Aussparung integriert ist 
5. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprudie, dadurch gekennzeichnet, daB die Ausspa- 
rung durch eine zentrale Aussparung zur Aufnah- 
me des Chipmoduls sowie zwei seitliche, vorzugs- 
weise bezuglich der zentralen Ausspanmg gegen- 
uberliegende Aussparungen gebildet wird, wobei in 
die seitlichen Ausspanmgen AnschiuBkontakte der 
Flachzelle ragen, die zur eiektrischen Kontaktie- 
rung des Qiipmoduls mit der Flachzelle dienea 
& Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daS eine elektri- 
sche Verbindung zwischen dem Chip und der 
Flachzelle durch Bondverbindungen zwischen An- 
schluBkontakten der Fladizelle imd AnschluBkon- 
takten des Chips erfolgt 

7. Chipkarte nach emem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnete daB die Ausspa- 
Twag nach Einbringung des Chipmoduls mit einer 
isolierenden Masse, vorzugsweise mit GieBharz ge- 
fMtwird 

B. Chipkarte nach einem-^er vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnete daB Kontaktfla- 
chen des Chipmoduls, die zur extemen IContaktie- 
rung des Chips dienen, mit Batterieanschlufikon- 
takten der Flachzelle in einer Ebene liegea 

9. Chipkarte nach Ansprudi 8, dadurch gekenn- 
zeichnete daB die gemeinsame Kontaktebene nicht 
mit den Ebenen der Elektrodenfiadien der Flach- 
zelle zusammenfallt 

10. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnete daB das Chip- 
modul zwei Kontakdenmgsebenen aufweist, wobei 
die erste Kontaktierungsebene mit einer Oberfla- 
che des Kartenkdrpers zusammenfSllt und wobei 
die zweite Kontaktierungsebene innerhalb des 
Kartenkdrpers liegt und zum AnschluB weiterer 
auf der Karte beHndlicher elektrischer Komponen- 
ten an das Chipmodul dient 

1 1. Verfahren zur Montage eines Chipmoduls und 
einer BatteriezeDe zu einer Modul/Batterie-Einheit 
mit foigenden Schritten: 

Verwenden einer Flachzelle als Batterie, die durch 
zwei zueinander parallel veriaufende Bektroden- 
fl^chen abgesdUossen wird und einen Durchbruch 
aufweist, m den Anschlufficontakte der Flachzelle 
hineinragen, 

Plazieren der Flachzelle auf ein Formwerkzeug; 
wobei die Ausspanmg der Flachzelie mit einer Aus- 
sparung in dem Formwerkzeug zusammenMt, 
Einbringen eines Chipmoduls in die Aussparung 
der Fladizelle sowie in die Aussparung des Form- 
werkzeuges, wobei die Kontaktflachen des Chip- 
moduls zum Formwerkzeug hinweisen, 
Verwenden ernes Biegewerkzeuges, um die in die 
Aussparung der Flachzelle hineinragenden An- 
schiuBkontakte so zu verbiegen, daB sie mit den 
AnschluBkontakten des Chipmoduls in einer Ebene 
liegen, 

Verbonden der AnschiuBkontakte der Flachzelle 
mit AnschluBkontakten des Chipmoduls, 
VergieBen der Aussparung der Flachzelle, und 
Entfemen der Flachzelle mit dem in der Ausspa- 
rung enthaitenden Chipmodul von dem Formweric- 
zeug. 

12 Verfahren nach Anspruch 1 1, wobei der Durch- 
bruch in der Flachzelle mittels eines Stanzvorgan- 
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